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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性

或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚

賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 

 

  

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 

中芯國際集成電路製造有限公司* 

（於開曼群島註冊成立之有限公司） 

（股份代號：981） 

股價敏感資料 

潛在非常重大收購事項 

在中國成立合資企業 

本公告乃根據上市規則第 13.09(1)條而作出。 

本公司欣然宣佈，北京經濟和信息化委員會、北京開發區管委會與本公司全資附屬公司中芯北

京將於今日訂立無法律約束力的合作框架文件。根據合作框架文件，北京經濟和信息化委員

會、北京開發區管委會及中芯北京擬於中國成立合資企業，以開發及營運該項目。 

北京官員及中芯國際董事長張文義先生等人將出席合作框架文件的正式簽署儀式。 

北京經濟和信息化委員會、北京開發區管委會及中芯北京同意真誠地進行磋商，以就建議成立

合資企業訂立具體協議。 

建議成立合資企業一旦進行，根據上市規則第 14 章，可能構成本公司非常重大收購事項。 

除保密及有效性條款外，合作框架文件並無法律約束力。建議成立合資企業可能會亦可能不

會進行。本公司股東及潛在投資者買賣本公司證券時，務須審慎行事。 

 

本公告乃根據上市規則第 13.09(1)條而作出。 

合作框架文件 

本公司欣然宣佈，北京經濟和信息化委員會、北京開發區管委會與本公司全資附屬公司中芯北

京將於今日訂立無法律約束力合作框架文件。根據合作框架文件，北京經濟和信息化委員會、

北京開發區管委會及中芯北京擬於中國成立合資企業，以開發及營運該項目。 

北京官員及中芯國際董事長張文義先生等人將出席合作框架文件的正式簽署儀式。 
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合作框架文件提出成立合資企業。該項目分兩個階段開發。現建議合資企業將開發及營運該項

目，重點生產 45 至 20 納米集成電路，冀能最終達致約每月 70,000 塊 12 吋晶圓的產能。 

北京經濟和信息化委員會、北京開發區管委會及中芯北京同意真誠地進行磋商，以就建議成立

合資企業訂立具體協議。 

本公司資料 

本公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成

電路晶圓代工企業。本公司向全球客戶提供 0.35 微米到 40 納米晶圓代工與技術服務。本公司

總部位於中國上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和三座 200mm 晶圓廠。在北京建有兩座

300mm 晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳有一座 200mm 晶圓廠在興建中。本

公司還在美國、歐洲、日本及台灣提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表

處。此外，本公司在武漢代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。 

北京經濟和信息化委員會和北京開發區管委會的資料 

北京經濟和信息化委員會主要負責北京工業、軟件及資訊科技服務行業的發展，隸屬於北京市

政府。 

北京開發區管委會為北京市唯一國家級經濟技術開發區的管理委員會，該開發區享有國家經濟

技術開發區及國家高新科技工業園的優惠政策。 

北京經濟和信息化委員會及北京開發區管委會均為獨立第三方。 

訂立合作框架文件的原因 

中芯北京於二零零二年在中國北京經濟技術開發區成立。中芯北京於二零零四年九月開始生產

12 吋芯片，於二零零六年、二零零九年及二零一一年分別開始量產 90 納米產品、65 納米產

品及 55 納米產品。 

中芯北京通過與北京市政府合作，擬在現有生產地點打造新的且更為先進的生產設施。藉著該

合作，中芯北京可擴大生產規模，提升納米科技服務，減省生產成本，因而取得較高回報。 

為推動北京的地方經濟和改善經濟基建，北京市政府支持發展集成電路行業，原因是該行業是

以創新為本的高科技行業。北京市政府之所以選擇中芯北京為其潛在合作夥伴，乃由於中芯北

京於過去 10 年在北京經濟技術開發區營運，中芯北京本身也建立了技術、團隊、營運經驗及

客戶。 

一般事項 

建議成立合資企業一旦進行，根據上市規則第 14 章，可能構成本公司非常重大收購事項。 

除保密及有效性條款外，合作框架文件並無法律約束力。建議成立合資企業可能會亦可能不

會進行。本公司股東及潛在投資者買賣本公司證券時，務須審慎行事。 

釋義 
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「北京開發區管委

會」 

指 北京經濟技術開發區管理委員會 

「北京經濟和信息

化委員會」 

指 北京市經濟和信息化委員會 

「董事會」 指 董事會 

「本公司」或「中

芯國際」 

指 中芯國際集成電路製造有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限

公司，其已發行普通股及美國預託股份分別於聯交所主板（股份代

號：981)及紐約證券交易所（紐約證券交易所：SMI)上市 

「合作框架文件」 指 中芯北京、北京經濟和信息化委員會及北京開發區管委會將於今日

訂立的無法律約束力合作框架文件，內容有關建議成立合資企業 

「董事」 指 本公司董事 

「合資企業」 指 根據合作框架文件將由北京經濟和信息化委員會、北京開發區管委

會及中芯北京於中國成立的合資企業 

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則 

「普通股」 指 本公司股本中每股面值 0.0004 美元的股份，於聯交所主板上市 

「中國」 指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣 

「該項目」 指 在北京開發 12 吋晶圓生產設施 

「中芯北京」 指 中芯國際集成電路製造(北京)有限公司，一家於中國成立的外商獨

資企業，並為本公司全資附屬公司  

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司 

「美元」 指 美元，美國法定貨幣 

 

安全港聲明 

（根據一九九五年私人有價證券訴訟改革法案） 

本公告載有（除歷史資料外）依據一九九五美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文

所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述的聲明乃根據中芯國際對未來事件的現行假設、期

望及預測而作出。中芯國際使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預

測」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些用語。這些前瞻性

陳述涉及可能導致中芯國際實際表現、財務狀况和經營業績與這些前瞻性陳述所表明的意見産

生重大差异的已知和未知的重大風險、不確定因素和其他因素，其中包括當前全球經濟變緩、

未决訴訟的頒令或判决，和終端市場的財政穩定等相關風險。 
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投資者應考慮中芯國際呈交予美國證券交易委員會（「證交會」）的文件資料，包括其於二零

一二年四月二十七日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「和我們的財務狀况和

經營相關的風險因素」及「經營和財務回顧及展望」部分，以及中芯國際不時向證交會(包括

以 6-K 表格形式)，或香港聯交所呈交的其他文件。其它未知或不可預測的因素也可能對中芯

國際的未來結果，業績或成就産生重大不利影響。鑒于這些風險，不確定性，假設及因素，本

公告中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性陳述，該等陳述

只於陳述當日有效，如果沒有標明陳述的日期，就截至本公告之日。除法律有所規定以外，中

芯國際並無義務，亦不擬因爲新資料、未來事件或其他原因更新任何前瞻性陳述。 

 

中芯國際集成電路製造有限公司 

首席執行官、執行董事 

邱慈雲博士 

上海，二零一二年五月十五日 

*僅供識別 

於本公告日期，本公司董事分別為本公司董事長兼執行董事張文義、本公司首席執行官兼執行

董事邱慈雲、本公司非執行董事陳山枝、高永崗、劉遵義(及其替任董事陳大同) 及周杰，以及

本公司獨立非執行董事川西剛、孟樸及陳立武。 


